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:658.562 DEUTSCHE NORM Februar 1989
Harmonisiertes Gutebestatigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Vordruck fir Bauartspezifikation: DIN
Integrierte UV-loschbare elektrisch programmierbare
MOS Festwert-Speicherschaltungen 45 940
(CECC 90 113) Teil 1130
Harmonized system of quality assessment for electronic components; blank detail
specification: MOS Ultra-violet light erasable electrically programmable read only
Memories silicon monolithic circuits
Systéme harmonisé d’assurance de la qualité des composants électroniques;
spécification particuliére cadre: Memoires mortes MOS a circuits intégrés
effacables aux UV et programmables electriquement
[ —
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E Diese Norm ist die deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 90 1 1 3
2 1. Ausgabe (1986)
L5
E des ,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)" im ,Européaischen Komitee fiir elektrotechnische Normung
g (CENELEC)“.
> Die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestdtigungssystem sind in DIN 45 901 Teil 1 bis Teil 13 (ohne Teil 10)
ol festgelegt.
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3 Erlduterungen
§’ Das zustédndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Unterkomitee 631.9 ,Giite-
g bestatigung fiir integrierte Schaltungen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
< DIN und VDE (DKE).
§ Der Entwurf war als Schriftstick CECC(Secretariat)1336 nach dem Kurzverfahren (siehe
2 DIN 820 Teil 4/01.86, Abschnitt 3.2) in den DIN-Mitteilungen angekiindigt.
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Fortsetzung 28 Seiten CECC-Dokument
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
‘ Document Sharing Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 45940 Teil 1130 Feb 1989 Preisgr. 10
02.89
Vertr.-Nr. 1910
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CECC 90113

Forderverein fiir Elektrotechnische Normung (FEN) e. V. B
Cenelec Electronic Components Committee

Systéme Harmonisé d’Assurance de la Qualité
des Composants Electroniques

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE:

MEMOIRES MORTES MOS A
CIRCUITS INTEGRES
EFFACABLES AUX UV ET
PROGRAMMABLES
ELECTRIQUEMENT

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

BLANK DETAIL SPECIFICATION:

MOS ULTRA-VIOLET LIGHT
ERASABLE
ELECTRICALLY PROGRAMMABLE
READ ONLY
MEMORIES SILICON MONOLITHIC
CIRCUITS

Harmonisiertes Giitebestatigungssystem fiir
Bauelemente der Elektronik

VORDRUCK FUR
BAUARTSPEZIFIKATION:

INTEGRIERTE UV LOSCHBARE
ELEKTRISCH
PROGRAMMIERBARE MOS
FESTWERT-SPEICHER-
SCHALTUNGEN
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VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mitgliedslindern
des Europdischen Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem
harmonisierten Giitebestitigungssystem fiir elektronische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen
und Giitebestitigungsverfahren fiir elektronische Bauelemente und durch die Erteilung eines
international anerkannten Konformititszeichens oder einer Konformititsbescheinigung. Die
entsprechend den Festlegungen dieses Systems hergestellten Bauelemente werden deshalb in allen
Mitgliedslindern ohne weitere Priifung anerkannt.

Die vorliegende Spezifikation ist vom CECC angenommen worden. Sie wurde fiir diejenigen Lénder
erarbeitet, die am System teilnehmen und harmonisierte nationale Spezifikationen fiir INTEGRIERTE
UV LOSCHBARE ELEKTRISCH PROGRAMMIERBARE MOS FESTWERT-SPEICHER-
SCHALTUNGEN herausgeben wollen. Sie ist in Verbindung mit den zur Zeit giiltigen
Bestimmungen des CECC-Systems zu verstehen.

Zur Zeit der Herausgabe dieser Spezifikation sind folgende Lander Mitglied des CECC: Belgien,
Dinemark Deutschland, Finnland, Frankreich, Grofibritannien, Irland, Italien, die Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, die Schweiz und Spanien. Diese Spezifikation kann
unter den auf dem blauen Deckblatt angegebenen Anschriften bezogen werden.

VORWORT
Diese Spezifikation wurde von der CECC-Arbeitsgruppe 9 "Integrierte Schaltungen” erstellt.

So weit wie moglich bezieht sie sich auf die Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission, insbesondere auf IEC 747 : Semiconductor devices - Discrete devices and integrated
circuits.

Der Text dieser Spezifikation wurde dem CECC mit dem (den) unten aufgefiihrten Schriftstiick(en)
zur Abstimmung vorgelegt und vom Prisidenten des CECC zur Herausgabe als CECC-Spezifikation

freigegeben:

Schriftstiick Abstimmungsdatum Abstimmbericht
CECC(Sekretariat)1336 Mirz 1983 CECC(Sekretariat)1491
CECC(Sekretariat)1603 August 1984 CECC(Sekretariat)1722

Es ist zu beachten, daB die vorgeschlagene Anordnung nicht auf alle Bauartspezifikationen, die auf diesem Schriftstiick
basieren, angewendet werden kann. Wenn z.B. mehrere 4hnliche Bauelemente unter die gleicheBauartspezifikation fallen,
kann es zweckmiBig sein, die Grenzwerte in einer Tabelle anzugeben.

Dem BeschluB des CECC-Lenkungsausschusses folgend, wurde diese Spezifikation zunichst in Englisch und Franzdsisch
verSffentlicht Der deutsche Text folgt nun nach.
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ALLGEMEINES

Die folgenden Angaben werden zur Anleitung gegeben.

Anwendungsbereich

Dieser Vordruck zur Bauartspezifikation gilt far UV léschbare und elektrisch
rogrammierbare MOS Festwert-SpeichersChaltungen in Ubereinstimmung mit

Y

EC 747 : Semiconductor devices — Discrete deviCes and integrated circuits.

Bezugsdokumente
Siehe Abschnitt 2.1 von CECC 90 100 und Abschnitt 2.2 von CECC 90 000.

er au ikationen

Die Abschnittsnummern in der Bauartspezifikation missen mit den Abschnitts-
nummern dieses Schriftstuckes ubereinstimmen.

Einheiten, Kurzzeichen und Begriffe
Siehe Abschnitt 2.3 von CECC 90 100 und Abschnitt 2.3 von CECC 90 000.

Anwendung des Gutebestatjgungsverfahrens
Siehe Abschnitt 3 von CECC 90 100 und CECC 90 000.

- Seite 2 ~ CECC 90 113, Affaaé’flﬁ‘lents
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Aufbau und Form des Deckblattes der Bauartspezifikatjon

[1] (2)
[ —
Ausgabe 1 E
Seite | Gesamtzahl der Seiten :
4
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE (2] [4]
DER ELEKTRONIK IN
UBEREINSTIMMUNG MIT:

) 7] ) [s)
GEHAUSE UND ABMESSUNGEN: BAUARTSPEZIFIKATION FUR :
ANSCHLUSSBELEGUNG:

TYPISCHER AUFBAU : ¢l
ACHTUNG: Dies sind elektrostatisch
gefahrdete Bauelemente.
_. ) | (el
GUTEBESTATIGUNGSSTUFE(N) :
[9]

1 - TYPBESCHREIBUNG

Auskunft Ulber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezi-
fikation zugelassenen Bauelemente gibt die Jjeweils gliltige Ausgabe der
Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).

- Seite 3 -~ CECC 90 113wménts

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 45940-1130:1989-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-1130-1989-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-45940-1130-1989-02

DECKBLATT

Das Deckblatt der Bauartspezifikation mup im Aufbau der vorhergehenden Seite
entsprechen.

Die Zahlen in den eckigen Klammern beziehen sich auf die folgenden obligato-
rischen Angaben :

- r varts ifikatio t

[1] Name der Nationalen _Normenorganisation, unter deren Zustandigkeit die
Bauartspezifikation liegt, und ggf. der Organisation, von der $ie bezo-
gen werden kann.

2] EECC—Zeichen und die vom CECC erteilte Nummer fUr die Bauartspezifika-
ion.

[3] Nummer und Ausgabe der CECC Fachgrund- oder Rahmenspezifikation
- soweit zutreffénd - auperdem, falls abweichend, die nationale Nummer.

[4] wenn von der CECC-Nummer abweichend, die nationale Nummer der Bauart-
spezifikation, deren Ausgabedatum und alle weiteren von der nationalen
Organisation geforderten Informationen, zusammen mit allen Anderungs-

nummern .
[5] Typ-Nummer, kurze Beschreibung des Typs beziglich : N

- Funktion Lo .
- Leistungsmerkmale, z.B. Varianten in der Geschwindigkeit, Temperatur,

Verlustleistung etc.

[6] Angaben uber den typischen Aufbau
- nggegial und Typ des Aufbaues ( z.B. Silizium, monolithisch, bipolar,

Die in [5] und [6] verwendeten Texte der Bauartspezifikation sollten
fur einen Eintrag in CECC 00 200 ( Liste der zugelassenen Erzeugnisse )
und in CECC 00 300 ( CECC-Publikationen und ihré zugehérigen nationalen
Dokumente ) geeignet sein.

[7] Gehjusezeichnung mit den wichtigsten Abmessungen, die fur die Aus-
tauschbarkeit von Bedeutung sind, und/oder zug auf entsprechende
nationale oder internationale Normen fir Gehause. "Die Gehadusezeichnung
kann auch in einem Anhang zur Bauartspezifikation angegeben werden.

[6] Gutebestatigungsstufe(n)

(9] Kkurzdaten, die iber die wichtigsten Eigenschaften des Bauelementes in-
formieren und die einen Vergleich zwischen den verschiedenen Bauelemen-
tetypen ermoglichen die fur ™ denselben oder einen ahnlichen Anwendungs-
fall bestimmt sind.

Folgendes muf enthalten sein :

- Technologie ( NMOS, HMOS ... )

- Speicherorganisation ( worte x Bits )

-~ Art der Ausgangsschaltung ( z.B. offener Kollektor, Three-State ... )
wesentliche Funktionen

Die in diesem Vordruck zur Bauartspezifikation beschriebenen Speicher-
schaltungen sind Festwertspeicher die wiederholt programmiert werden
kénnen. Der logische Zustand der Speicherzellen wird durch die Anwesen-
heit oder Abwesenheit einer elektrischen Ladung auf einem floating Gate
der Speicherzelle bestimmt. Das Loschen wird mittels einer ultravio-
letten Strahlung durch das Gehiusefenster bewirkt.

- Wei aben zum ue t

Gehausematerial ( z.B. Glas, Keramik, Metall, Plastik ) und Montagehinweise
{ Schweipen, Léten ), Material und Oberflachéenbehandlung der Anschliasse.

Innerhalb der Gehausezeichnung missen die Anschlupverbindungen zu den Ein-
gangen Ausgéngen und anderen wesentlichen Punkten der Schaltung dargestellt
Sein. Dies kann mit Hilfe einer Blockschaltung geschehen.

- Seite 4 - CECC 90 113, Pywestsrients
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Zahlweise der Anschlisse und die Kennzeichnung des Anschluf Nr. 1.

Kennzeichnung des Bauelementes in Ubereinstimmung mit der Fachgrundspezifi-
kation ( siehe Abschnitt 2.5 von CECC 90 000 ).

2 KENNWERTE
wenn nicht anders angegeben, missen die folgenden Kennwerte fur den

gesamten Betriebste raturbereich und fur den festgelegten Versor-
gungsspannungsbereich eingehalten werden.

2.1 Allgemeine Beschreibung

Die folgenden Kennwerte missen nur dann angegeben werden, wenn sie in
Abschnitt 1 nicht ausreichend beschrieben s$ind.

Versorgungsnennspannung

- Nennstromaufnahme
- Nennstromaufnahme im Bereitschaftsbetrieb

- Betriebsarten

- Elektrische Kompatibilitat ( falls erforderlich )

Es mug ange%eben werden, ob die Integrierte Speicherschaltung mit

anderen béstimmten Integrierten Schaltungen oder Familien von Inte-

gﬁierten Schaltungen eléktrisch kompatibel ist, oder ob besondere
passungsschaltungen erforderlich sind.

- Blockschaltung

Die Blockschaltung muf alle notwendigen Einzelheiten enthalten, um
die einzelnen Funktionseinheiten innérhalb des Speichers mit ihren
Haupteingangs- und Ausgangsleitungen und die Kennzeichnung der
auperen éxternen Anschlusse ( Freigabesignal, Adressendekodierung
usw. ) zu erkennen.

- Die Funktion(en) jedes Anschlusses.

- Soweit vorhanden missen die genormten Kurzzeichen der IEC 617-12
verwendet werden.
- Speicher- und L&schbedingungen werden im Anhang zur DS beschrieben

2.2 Ausfidhrliche Funktionsbeschreibung

2.2.1 In diesem Abschnitt werden die folgenden Kennwerte festgelegt :

Speichergroge : die samte Anzahl der Bits die in der
Speicherschaltung gespeichert werden kénnen

Speicherorganisation : die Zahl der Bits pro Wwort die in der
Speicherschaltung gespeichert werden konnen

Art der Adressierung : z.B. multiplex, Latch-Eingange ...
Baustein-Auswahl (*)

Ausgangsfreigabe (*)

Bereitschaftsbetrieb ( standby )

(*) zwischen der Baustein-Auswahl und der Ausgangsfreigabe ist zu
unterscheiden
- seite s - cecc %0 11D desgttfehts
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- Arbeitstabelle ( diese Tabelle zeigt die Ausgangszustande in Ab-
hangigkeit der verschiedenen Kombinationen zwischén den Adressein— -
gangen, Auswahleingangen, Schreib/Lese-Eingangen, Dateneingangen

Diese Speicherschaltung kann elektrisch grogrammiert werden und durch
ultraviolettes Licht wieder geldscht werden

Die Programmierung erfolgt durch das_ Speichern einer ausreichenden
Menge einer negativen eléktrischen Ladung auf dem floating Gate einer
Speicherzelle. Die bewirkt die Anderung vom unprogrammierten logischen
Anfangszustande zum programmierten logischen Zustand.

g:r logische Anfangszustand der gesamtem Speicherschaltung ist anzuge-
n.

Es ist moglich nachtraglich den Speicherinhalt der unprogrammierten
Speicherzéllen zu andefn. Unter normalen Betriebsbedingungen andert

sich der Speicherinhalt nicht. Die Programmierbedingungen sind in
Abschnitt 2.2.2 angegeben.

Der Loschvorgang, der den lo?ischen Anfangszustand der Speicherzellen
wieder herbeifuhrt, wirkt auf alle Speicherzellen gemeinsam.

2.2.2 Programmieren ( Schreiben )

Die Programmierung erfolgt durch das Speichern einer ausreichenden
Menge einer negativen elektrischen Ladung auf dem schwebenden Gate
einér Speicherzelle. Die bewirkt die Anderung des logischen Anfangs-
zustandes zum programmierten logischen Zustand.

Die Programmierverfahren und Bedingungen werden in der Bauartspezifi-
kation angegeben.

Es ist moglich nachtraglich den Speicherinhalt der unprogrammierten
Speicherzellen zu andern. Unter normalen Betriebsbedingungen andert
sich der Speicherinhalt nicht.

Die Kennwerte fur die Progrmnnierung jedes betrachteten Bauelementes
werden in zugehorigen Anhan%en beschrieben. Die Kennwerte konnen in
einem Ablaufdiagramm dargestellt werden. Die unterschiedlichen beno-

tigten Signalzustande und logischen Pegel mussen angegeben werden.

2.2.3 Loéschen ( zurickkehren zum logischen Anfangszustand )

Das Léschen wird bewirkt durch das Entfernen der negativen elektri-
schen Ladung, die sich auf dem floating Gate befindef. Dadurch wird
d1e”SEe1cherzelle in den unprogrammiérten logischen Anfangszustand
zurickversetzt.

Die Léschverfahren, die Loschbedingungen, die Kennwerte der UV-Strah- -
lungsquelle ( wellenlange und spekfrale Bandbreite des ultravioletten

Lichts ) und die minimale Loschdosis fur eine sichere Loéschung missen

in der Bauartspezifikation angegeben werden.

Die besonderen Loschbedingungen fuar jedes betrachtete Bauelement
missen in den zugehérigen Anhangen angegeben werden.

Im Anhang sind auch anzugeben die Kennwerte der Uv-Strahlungsquelle,
die Bestrahlungsdauer ~ der Bauelemente, der Abstand “zwischen

Strahlungsquelle und Bauelement sowie alle weiteren notwendigen Kenn-
werte um gute Bedingungen fur den Loschvorgang sicherzustellen.

2.2.4 Losch-/Programmier-Zyklen
Die maximale Anzahl von Lésch-/Programmier-Zyklen mup in der Bauart-
spezifikation angegeben werden. Diése Anzahl ist in der Speicher-
zellenverschleippriafung ( siehe 4.11 ) zu uberprufen.

2.2.5 Daten-Erhaltungszeit (siehe auch den nachfolgenden Abschnitt 4.10 )
Die minimalen Daten-Erhaltungszeiten fur

- statische Erhaltung ( Bauelement programmiert, mit oder ohne Ver- ~
sorgungsspannung )

- Seite 6 - CECC 90 113, AusPocuiments
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- dynamische Erhaltung (

Bauelement programmiert,

spannung, mit oder ohne Betrieb )
missen in der Bauartspezifikation fur eine gegebene Temperatur ent-

halten sein.

2.3 Grenzwerte

Die Grenzwerte gelten nicht fur Prufzwecke.

mit Versorgungs-

Die Grenzwerte mussen wie folgt angegeben werden :

Alle allgemeinen Warnhinweise fir eine bestimmte Integrierte Schaltung
so zum Beispiel

mussen enthalten sein,

- die Handhabungsvorschriften fur MOS-Schaltungen.
- Warnhinweise bezuglich der Einwirkung von Licht wahrend des Loésch-

vorganges, wahren

der Anwendung und nach der Programmierung.

- jegliche Unterschiede der Grenzwerte fur die Programmierung und den

Sevorgang.

Alle moglichen Abhangigkeiten der Grenzwerte untereinander mussen

angegebén werden.

wenn extern zugefigte Elemente einen Einflup auf die Grenzwerte haben,
e?rlerteA Schaltung mit diesen
el Kuhlkérper.

missen die

Falls kurzzeitige Uberlastungen erlaubt sind,

Grenzwerte

fur die Int
Elementen angegeben werden, zum Beispi

Grope und Dauer festgelegt werden.

missen die 2zulassige

wenn minimale und maximale Werte wahrend der Programmierung abweichen,

so ist dies anzugeben.

Alle Spannungen beziehen sich auf einen Bezugsanschlup (USS,GND, etc.)

Kennwerte Kurzzeichen min. nax. Einheit
Versorgungsspannun u ,U v
gungssp. g op’ BB’
u ,u
CC’ EE
Versorgungsspannung beim U \'
Programmiéren PP
Eingangsspannungen UI \
Ausgangsspannungen U A
o
Ausgan ssgannun beim Three- | U v
Sta e-gus and 9 siehe 1)| OZ
Ausgangsstrome IO mA
Eingangsstrome II mA
Max. Verlustleistung PDmax —— W
Betriebstemperatur T und/oder °c
amb
case
Lagerungstemperatur T °c
stg
Anmerkung 1) : Wwo erforderlich
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